证券代码：002916                                                     证券简称：深南电路
深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                                  编号：2020-08
	投资者关系

活动类别
	√特定对象调研        □分析师会议      □现场参观
□媒体采访            □业绩说明会      □新闻发布会
□路演活动
          √其他 （   电话会议   ）

	参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）
	台湾元大证券、国泰君安证券、中金公司、国信证券、国金证券、申万宏源证券、华西证券、招商证券、Tokio Marine Asset、华创证券、兴业证券、花旗银行、天风证券、招银国际、景林、高盛等

	时间
	2020年6月2日-6月17日

	地点
	电话会议

	上市公司接待人员姓名
	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：曾旖。

	投资者关系

活动主要内容

介绍
	交流主要内容：
Q1、 公司目前整体经营情况如何？
从今年3月初国内疫情减缓、公司生产全面恢复以来，来自通信、数据中心、医疗的订单需求较为饱满，产能利用率持续处于较高水平。
Q2、 公司无锡基板工厂去年贡献了多少营收，当前爬坡情况如何？

公司无锡基板工厂于2019年6月连线试生产，主要面向存储类封装基板，目前仍在产能爬坡中，进展符合预期，已有部分关键客户完成认证并进入量产状态。一般情况下，封装基板产品技术精密度相对更高，客户要求更加严格，产品认证和工厂爬坡的周期也相应更长。2019年，公司基板业务的营业收入仍主要来自于深圳原有的基板工厂。

Q3、 IC载板（封装基板）全球市场空间及公司的业务发展态势如何？
根据Prismark报告，2019年全球范围内封装基板的产值约为81亿美元，前十厂家主要分布于日本、韩国及中国台湾地区，下游应用主要集中于消费电子等领域，如手机、平板电脑等。2019年，公司封装基板业务实现主营业务收入11.64亿人民币，同比增长22.94%，占公司营业总收入的11.06%。其中，声学类微机电系统封装基板产品（MEMS-MIC，即硅麦克风）技术和产量上继续保持领先优势，指纹类、射频类、存储类等封装基板产品均保持良好态势。
Q4、 公司PCB工厂分布及产能情况如何？

公司的PCB业务在深圳龙岗、江苏无锡、江苏南通三处生产基地均有工厂分布，2019年全年产能约为200万平方米，整体产能利用率处于较高水平。2020年3月，公司南通数通二期工厂投入生产，目前产能仍在爬坡，达产后预计可新增产能58万平方米/年。公司也将持续开展原有工厂的技术改造，通过打造专业化产线、开展智能化改造、增加瓶颈工序设备等举措提升生产效率，增加产出。
Q5、 南通数通二期的产能爬坡预计需要多长时间？
参考行业历史经验，PCB工厂的达产周期通常在1-2年，但具体仍需要参照客户认证和市场订单的情况来判断。伴随今年下半年5G核心网、承载网等建设按运营商计划逐步推进，云计算、数据中心等需求逐步释放，预计将产生相应PCB产品需求，公司也将积极推进客户认证和生产线能力提升，推动爬坡进程。
Q6、 公司近期的原材料价格是否稳定？

公司生产PCB的主要原材料为覆铜板（CCL），可分为高频、高速和普通FR-4等材料类别。目前，公司原材料采购价格相对稳定，未出现明显的变化。公司也将持续关注上游原材料价格波动情况。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

	附件清单
	无

	日期
	2020年6月17日
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